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(54)  칭 마 크  칩 킹 치

(57)  약

본  하나  재  많  에 해  리  실링 역  공할 수 는 마 크  칩 킹 치

공하는 것  그 술  과 다.   해, 본  마 크  칩 킹 치는, 찰 통   채

는 상  재; 상  찰 통   상   채 과 연통 과 함께 마 크  칩  안착 는 수  챔

하는 하  재;  상  상  재  상  하  재 사 에 비  상  찰 통  상   채 에

해  리  실링 역  공하는  가스켓  포함한다.
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청

청 항 1 

마 크  칩 킹 치 ,

찰 통   채  는 상  재;

상  찰 통   상   채 과 연통 과 함께 마 크  칩  안착 는 수  챔  하는 하  재;

상  상  재  상  하  재 사 에 비  상  찰 통  상   채 에 해  리  실링

역  공하는  가스켓  포함하고,

상  마 크  칩 킹 치는,

상  수  챔 에 비 어 상  마 크  칩에 압  가하는 압  동   포함하는

마 크  칩 킹 치.

청 항 2 

1항에 ,

상  상  재에는 상  수  챔  공  흡 하  한 공  흡  채  고,

상  공  흡  채  상  상  재   측  통하여 상  찰 통  연통 고,

상   가스켓에는 상  찰 통  상   채 에 각각 상 하는 에 찰 통  통공과  채

 통공  는 식  상   리  실링 역  공하는

마 크  칩 킹 치.

청 항 3 

2항에 ,

상   채  단  상  상  재  타 측 에 고,

상   채  타단  상  찰 통  에 고,

상   채

상  수  챔  체  주 하  해 사 는

마 크  칩 킹 치.

청 항 4 

2항에 ,

상  상  재   측 에는 돌 가 돌 고,

상  공  흡  채  상  돌 지 연 어 고,

상  돌  말단에는 다  치  결합  해 플랜지가 는

마 크  칩 킹 치.

청 항 5 

1항에 ,
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상  상  재, 상   가스켓, 그리고 상  하  재는  닛에 해 는

마 크  칩 킹 치.

청 항 6 

5항에 ,

상   닛 ,

상  하  재  상   가스켓  향하는 에 는 2개 상   돌 ;

상  상  재  상   가스켓  향하는 에  상  2개 상   돌 가 각각 삽 는 상

; 

상   가스켓에  상  2개 상   돌 가 각각 삽 는 가스켓 

 포함하는

마 크  칩 킹 치.

청 항 7 

5항에 ,

상   닛 ,

상  상  재  상   가스켓  향하는 에 는 2개 상   돌 ;

상  하  재  상   가스켓  향하는 에  상  2개 상   돌 가 각각 삽 는 하

; 

상   가스켓에  상  2개 상   돌 가 각각 삽 는 가스켓 

 포함하는

마 크  칩 킹 치.

청 항 8 

1항에 ,

상  마 크  칩  다 에  진공 상태에  지지 도  상  수  챔 에는 복수  지지   

 간격  고 비 는

마 크  칩 킹 치.

청 항 9 

1항에 ,

상  마 크  칩 킹 치는,

상  찰 통  시키  한 상   닛   포함하는 

마 크  칩 킹 치.

청 항 10 

마 크  칩 킹 치 ,

찰 통   채  는 상  재;

상  찰 통   상   채 과 연통 과 함께 마 크  칩  안착 는 수  챔  하는 하  재;

상  상  재  상  하  재 사 에 비  상  찰 통  상   채 에 해  리  실링
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역  공하는  가스켓  포함하고,

상  마 크  칩 킹 치는,

상  찰 통  시키  한 상   닛   포함하고, 

상  상   닛 ,

상  상  재  상 에 상  찰 통  감싸는 태  비  링  안착 는 링 안착 ; 

상  상  재  상 에 나사 결합 어 상  링에 착 는 시창

 포함하는

마 크  칩 킹 치.

청 항 11 

삭

 

 술  야

본  마 크  칩 킹 치에 한 것 다.[0001]

 경  술

, 마 크  칩 킹 치는 마 크  칩  검사 또는 포  해 마 크  칩  진공 상태  킹하[0002]

는 치 다.

러한 마 크  칩 킹 치 는, 문1 "MBE  결합   X-   고도 진공 챔 (AN ULTRAHIGH-[0003]

VACUUM  CHAMBER  FOR  SURFACE  X-RAY  DIFFRACTION  COMBINED  WITH  MBE);  E.  VLIEG,  A.  VAN't  ENT,  A.P.  DE

JONGH, H. NEERINGS and J.F. VAN DER VEEN  FOM Institute for Atomic can molecular Physics, kruislaan

407,  1098  SJ  Amsterdam,  The  Netherlands;  Nuclear  Instruments  and  Methods  in  Physics  Research

A262(1987) 522-527 North-Holland, Amsterdam"에 개시  진공 챔  루는 과, 문2 "웨  수

키지  고도  진공  민감도  질   가지는  미   계  공 (Wafer-Level  Packaged  MEMS

Resonators with a Highly Vacuum-Sensitive Quality Factor); Seok Jin Kang,Young Soon Moon, Won Ho Son,

and Sie Young Choi; JOURNAL OF SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY AND SCIENCE, VOL. 14, NO.5, OCTOBER, 2014"에

개시  진공 챔  루는  등  통해 알  다.

나아가, 진공도  지하  한 마 크  칩 킹 치에  가  한 는 실링 에 다.  러한 실[0004]

링 는 단순 하 도 실링  극 시킬 수 는 향  개  루어지고 는 실 다.

 내

해결하 는 과

본  술  과 는, 하나  재  많  에 해  리  실링 역  공할 수 는 마 크[0005]

칩 킹 치  공하는 것 다.

본  다  술  과 는, 진공 챔 에 해 진공도 여뿐만 아니라 체  주 할 수 는 마 크  칩[0006]

킹 치  공하는 것 다.

과  해결 수단

상   달 하  하여, 본  실시 에  마 크  칩 킹 치는, 찰 통   채  [0007]

는 상  재; 상  찰 통   상   채 과 연통 과 함께 마 크  칩  안착 는 수  챔  

하는 하  재;  상  상  재  상  하  재 사 에 비  상  찰 통  상   채 에

해  리  실링 역  공하는  가스켓  포함한다.

상  상  재에는 상  수  챔  공  흡 하  한 공  흡  채  고, 상  공  흡  채[0008]
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 상  상  재   측  통하여 상  찰 통  연통 , 그리고 상   가스켓에는 상  찰

통  상   채 에 각각 상 하는 에 찰 통  통공과  채  통공  는 식  상

  리  실링 역  공할 수 다.

상   채  단  상  상  재  타 측 에  수 고, 상   채  타단  상  찰 통[0009]

 에  수 ,  그리고 상   채  상  수  챔  체  주 하  해 사  수

다.

상  상  재   측 에는 돌 가 돌  수 고, 상  공  흡  채  상  돌 지 연 어 [0010]

 수 , 그리고 상  돌  말단에는 다  치  결합  해 플랜지가  수 다.

상  상  재, 상   가스켓, 그리고 상  하  재는  닛에 해  수 다.[0011]

 , 상   닛 , 상  하  재  상   가스켓  향하는 에 는 2개 상   돌[0012]

; 상  상  재  상   가스켓  향하는 에  상  2개 상   돌 가 각각 삽 는

상  ;  상   가스켓에  상  2개 상   돌 가 각각 삽 는 가스켓  포

함할 수 다.

다  , 상   닛 , 상  상  재  상   가스켓  향하는 에 는 2개 상  [0013]

돌 ; 상  하  재  상   가스켓  향하는 에  상  2개 상   돌 가 각각 삽

는 하  ;  상   가스켓에  상  2개 상   돌 가 각각 삽 는 가스켓 

포함할 수 다.

상  마 크  칩  다 에  진공 상태에  지지 도  상  수  챔 에는 복수  지지   [0014]

 간격  고 비  수 다.

상술한 본  실시 에  마 크  칩 킹 치는, 상  찰 통  시키  한 상   닛[0015]

  포함할 수 다.

상  상   닛 , 상  상  재  상 에 상  찰 통  감싸는 태  비  링(O-ring)  안[0016]

착 는 링 안착 ;  상  상  재  상 에 나사 결합 어 상  링에 착 는 시창  포함할 수 

다.

상술한 본  실시 에  마 크  칩 킹 치는, 상  수  챔 에 비 어 상  마 크  칩에 압[0017]

 가하는 압  동   포함할 수 다.

 과

상에  같 , 본  실시 에  마 크  칩 킹 치는 다 과 같  과  가질 수 다.[0018]

본  실시 에 하 , 하나   가스켓  상  재  하  재 사 에 비 어 찰 통  [0019]

채  포함하는 많  에 해  리  실링 역  공하므 , 실링  한  수  하

도 많  에 해 실링  달 할 수 어,  공    비  할 수 다.

또한, 본  실시 에 하 , 체  주 할 수 는  채  비 므 , 수  챔 에 해 진공도[0020]

여뿐만 아니라 체  주 할 수 어, 마 크  칩에 해 보다 다양한 검사 또는 보  가능한 여건  마

 수 다.

도  간단한 

도 1  본   실시 에  마 크  칩 킹 치  개략  나타낸 해 사시도 다.[0021]

도 2는 도 1  마 크  칩 킹 치  에  라본 해 사시도 다.

도 3  도 1  마 크  칩 킹 치  립 상태  나타낸 사시도 다.

 실시하  한 체  내

하, 첨 한 도  참고  하여 본  실시 에 하여 본  하는 술 야에  통상  지식[0022]

가진 가 하게 실시할 수 도  상 히 한다.  그러나 본  여러 가지 상 한 태   수
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 여 에  하는 실시 에 한 지 않는다.

도 1  본   실시 에  마 크  칩 킹 치  개략  나타낸 해 사시도 고, 도 2는 도 1[0023]

 마 크  칩 킹 치  에  라본 해 사시도 다.

본   실시 에  마 크  칩 킹 치(100)는, 도 1  도 2에 도시   같 , 상  재(11[0024]

0) , 하  재(120) , 그리고  가스켓(130)  포함한다.  하, 도 1  도 2  계  참 하여, 각 

에 해 상 히 한다.

상  재(110)는, 본  마 크  칩 킹 치(100)  상  루는 것 , 찰 통 (111)   채[0025]

(112)  다.  여 ,  채 (112)  단  상  재(110)  타 측 에  수 고,  채

(112)  타단  찰 통 (111)  에  수 다.

특히,  채 (112)  수  챔 (121)  체  주 하  해 사  수 다.  라 , 체  주 할 수[0026]

는  채 (112)  비 므 , 수  챔 (121)에 해 진공도 여뿐만 아니라 체  주 할 수 어, 마

크  칩(미도시)에 해 보다 다양한 검사 또는 보  가능한 여건  마  수 다.

나아가, 상  재(110)에는 찰 통 (111)  통해 하  재(120)에  수  챔 (121)  공  흡 하[0027]

 한 공  흡  채 (113)   수 고, 공  흡  채 (113)  상  재(110)   측  통하여

찰 통 (111)  연통  수 다.  라 , 상  재(110)  공  흡  채 (113)과 찰 통 (111)  통해

하  재(120)  수  챔 (121)  공  흡 하여 수  챔 (121)  진공 상태  만들 수 다.

 어,  상  재(110)   측 에는 돌 (140)가 돌  수 고,  공  흡  채 (113)  돌[0028]

(140) 지 연 어  수 , 그리고 돌 (140)  말단에는 다  치  결합  해 플랜지(14

1)가  수 다.  라 , 돌 (140)  플랜지(141)  통해 다  치  상  과 결합 어 본 

 킹 치(100)  능  시킬 수 다.

하  재(120)는, 본  마 크  칩 킹 치(100)  하  루는 것 , 찰 통 (111)   채[0029]

(112)과 연통 과 함께 마 크  칩(미도시)  안착 는 수  챔 (121)  가진다.  특히, 마 크  칩  다

에  진공 상태에  지지 도  수  챔 (121)에는 복수  지지  (160)   간격  고

비  수 다.  , 마 크  칩  복수  지지  (160)에 해 지지 므  복수  지지  (160) 사

 마 크  칩   므  마 크  칩   또한 진공 상태에  수 다.

 가스켓(130) , 상  재(110)  하  재(120) 사 에 비 어 찰 통 (111)   채 (112)에 [0030]

해  리  실링 역(131)  공한다.   들어, 도 1  도 2에 도시   같 ,  가스켓(130)

에는 찰 통 (111)   채 (112)에 각각 상 하는 에 찰 통  통공(131a)과  채  통공

(131b)  는 식   리  실링 역(131)  공할 수 다.

라 , 하나   가스켓(130)  상  재(110)  하  재(120) 사 에 비 어 찰 통 (111)  [0031]

채 (112)  포함하는 많  에 해  리  실링 역(131)  공할 수 므 , 실링  한 

 수  하 도 많  에 해 실링  달 할 수 어,   공    비  할 수

다.

 어, 상술한 본   실시 에  마 크  칩 킹 치(100)는, 도 1  도 2에 도시  [0032]

같 ,  닛(150)   포함할 수 다.

 닛(150)  상  재(110),  가스켓(130), 그리고 하  재(120)  하는 역할  한다.   [0033]

,  닛(150) , 도 1  도 2에 도시   같 , 하  재(120)   가스켓(130)  향하는 에

는 2개 상   돌 (151), 상  재(110)   가스켓(130)  향하는 에  2개 상

 돌 (151)가 각각 삽 는 상  (152), 그리고  가스켓(130)에  2개 상   돌

(151)가 각각 삽 는 가스켓 (153)  포함할 수 다.   라 ,  상  (152)과 가스켓 

(153)   돌 (151)에 삽 하   료 므  립 시간  단 과 함께 립 차   수 다.

다  , 도시 지는 않았지만, 2개 상   돌 가 하  재(120)가 아닌 상  재(110)에 고[0034]

하  재(120)에는 에 상 하도  하    수도 다.  체 , 도시 지는 않았지만, 

 닛 , 상  재   가스켓  향하는 에 는 2개 상   돌 , 하  재   가스

켓  향하는 에  2개 상   돌 가 각각 삽 는 하  , 그리고  가스켓에 
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 2개 상   돌 가 각각 삽 는 가스켓  포함할 수 다.

 어, 상술한 본   실시 에  마 크  칩 킹 치(100)는, 도 1에 도시   같 , 상[0035]

  닛(170)   포함할 수 다.

상   닛(170)  시가 가능하도  찰 통 (111)  시키 는 역할  한다.   들어, 상  [0036]

닛(170) , 도 1에 도시   같 , 링(o-ring)(미도시), 링 안착 (171), 그리고 시창(172)  포함

할 수 다.  링 안착 (171)  상  재(110)  상 에 찰 통 (111)  감싸는 태  비  링(미

도시)  에 안착 고, 시창(172)  상  재(110)  상 에 나사 결합 어 링(미도시)에 착 다.  나

아가,  시창(172)  마 크  칩에  해  학  신  측  가능하도   리  등  루어질 수

다.

 어, 상술한 본   실시 에  마 크  칩 킹 치(100)는, 도 1에 도시   같  압[0037]

 동 (180)   포함할 수 다.   들어, 압  동 (Piezo actuator)(180)는 수  챔 (121)에 

비 어 마 크  칩에 압  가할 수 어, 마 크  칩  공진에 한 특  검사할 수도 다.  러한 압

 동 (180)는 고  브라켓(181)에 하  재(120)에 고  수 다.

참고 , 도 3  본   실시 에  마 크  칩 킹 치(100)가 립  상태  개략  나타낸[0038]

도 다.

상에  같 ,  본   실시 에  마 크  칩 킹 치(100)는 다 과 같  과  가질 수[0039]

다.

본   실시 에 하 , 하나   가스켓(130)  상  재(110)  하  재(120) 사 에 비 어[0040]

찰 통 (111)   채 (112)  포함하는 많  에 해  리  실링 역(131)  공하므 , 실

링  한  수  하 도 많  에 해 실링  달 할 수 어,  공    비  

할 수 다.

또한, 본   실시 에 하 , 체  주 할 수 는  채 (112)  비 므 , 수  챔 (121)에[0041]

해 진공도 여뿐만 아니라 체  주 할 수 어, 마 크  칩에 해 보다 다양한 검사 또는 보  가능

한 여건  마  수 다.

상에  본  람직한 실시 에 하여 상 하게 하 지만 본  리 는 에 한 는 것[0042]

 아니고 다  청 에  하고 는 본  본 개  한 당업  여러 변   개량 태

또한 본  리 에 하는 것 다.

 

100: 마 크  칩 킹 치 110: 상  재[0043]

111: 찰 통 112:  채

113: 공  흡  채 120: 하  재

121: 수  챔 130:  가스켓

131: 실링 역 131a: 찰 통  통공

131b:  채  통공 140: 돌

141: 플랜지 150:  닛

151:  돌 152: 상  

153: 가스켓 160: 복수  지지  

170: 상   닛 171: 링 안착

172: 시창 180: 압  동

181: 고  브라켓
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도 2
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도 3
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